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Sposéb galwanicznego nakladania blyszczacych powiok
| 4 palladowych
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Wynalazek dotyczy sposobu- galwanicznego na- *

kladania blyszczacych powlok palladowych. Sposéb
ten znajduje zastosowanie, zwlaszcza w elektroli-
zerach kielichowych lub bebnowych.

Znane jest, Zze pallad wytraca sie galwanicznie z je- °

go zwigzk6w kompleksowych takich, jak azotan czte-
roaminopalladawy, azotan dwuaminopalladawy itp.

Znane kapiele do elektrolitycznego nakladania
palladu zawierajg zwigzki palladu oraz inne dodat-
ki zwigzk6w organicznych, ktére dodaje si¢ w celu
polepszenia wytracania palladu. Pozwalajg one na
prace bez zaklécenia w kapielach w ciggu dlugie-
go czasu przy stosunku powierzchni anody do po-
wierzchni katody jak 1:1 do 1:4. Stosowanie tych
kapieli w kielichowych i bebnowych elektrolize-
rach, w ktérych stosunek powierzchni anody do
katody jest przewaznie niekorzystny i wynosi 1:2
do 1:100, jest kosztowne oraz wystepuja w nich
duze zaklécenia, powodujace niewystarczajgca
trwalo§é elektrolitow. Po kré6tkim czasie frwania
procesu - galwanicznego nastepuje bardzo szybki
spadek wydajnos$ci pradu, oraz tworzy sie matowa,
chropowata i gabczasta powloka. Przyczyng tego
zjawiska jest zbyt duza gesto§é pradu anodowego
wystepujaca podczas galwanizacji, co z kolei po-
woduje zmiany skladu chemicznego elektrolitu
przy anodzie.

Do dalszych niedogodno$ci znanego sposobu gal-
wanicznego nakladania powlok palladowych jest
niska wydajno§é pradowa, w wyniku czego nato-
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zona powloka ma maty polysk i wysokie napreze-
nia wewnetrzne. Naprezenia te powodujg pekania
powloki palladowej, co nie zapewnia wymaganej
ochrony metalu podstawowego.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad zna-
nych sposob6w i umozliwienie wytwarzania gal-
wanicznych powlok palladowych z kapieli zawie-
rajacych kompleksowe zwigzki palladu.

Celem wynalazku jest powlekanie sposobem gal-
wanicznym przedmiotébw produkcji masowej w
warunkach panujacych w elektrolizerach kielicho-
wych i bebnowych, ktéry to spos6b pozwala takze
na wytwarzanie grubszych powlok palladowych i
zapewnia prace bez zakl6cenia w ciggu dluzszego
czasu.

Spos6b wedlug wynalazku polega na tym, Zze do
kapieli zawierajacej zwigzki kompleksowe palladu
dodaje sie w iloSciach proporcjonalnych do prze-
plywajacego ladunku elektrycznego, Srodkéw re-
dukujacych, zwlaszcza hydrazyne, kwas mréwko-
wy albo szczawiowy lub ich zwigzkéw w iloSciach
0,0005 do 0,002 mol/Ah.

Mimo niekorzystnego stosunku powierzchni a-
nody do powierzchni katody, spos6b ten pozwala
na wytwarzanie blyszczgcych powlok palladowych
o bardzo malych naprezeniach wewnetrznych, na-
wet gdy grubosé ich przekracza 5 mikronéw.

Sktlad chemiczny kapieli:

Zastosowano elektrolit o nastepujacym
chemicznym: .

skladzie



3
azotan czteroaminopalladawy
Na,SO,

NaNO,
Na,HPO,
Inhibitor

Dodatek $rodkow redukujacych

Warunki procesu:
Temperatura kapieli
Gesto§é pradu na katodzie
Wydajno§é pradu

10 g/l

25 g/l

1g1

1 g/l
0,1 g/l
25%-owy roztwor
wodny wodzianu
hydrazyny w i-
losci 1 ml/ampe-
rogodzine.

60—170°C
0,1—0,6 A/dm?
90%

Biltk z
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Stosunek powierzchni anody do
powierzchni katody 1:40 !
Materiat anody platyna

3

Zastrzezenie patentowe

Spos6b galwanicznego naktadania blyszczgcych

powlok palladowych w kapieli zawierajgcej zwia-

1¢ zki kompleksowe palladu przy powierzchni katody

wiekszej niz powierzchnia anody, znamienny tym,

ze do kgpieli tej dodaje sie srodkow redukujacych,

zwlaszcza hydrazyne, kwas mrowkowy, albo szcza-

wiowy lub ich zwigzkéw w iloSciach 0,0005—0,002
mol/amperogodzine.
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